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Przeksztaltniki energoelektoniczne wykorzystywane w ukladach zasilania, sa niezb¢dne do
poprawnej pracy wszystkich urzadzen elektronicznych i elektrycznych. Kazdego roku wytwarzane
sg na $wiecie miliardy takich uktadow. Z powodu tak duzego wolumenu produkcji, nawet najtansze
i najmniejsze uklady sa produktami wysoko optymalizowanymi. Do najwazniejszych kryteriow
optymalizacji s3: koszt produkcji, wymiary geometryczne oraz wydajnos¢é. W zwigzku z powyzszym
oczekuje sie maksymalizacji wskaznika bedacego ilorazem mocy i iloczynu objetosci oraz kosztu
produkcji.

Jednym z rozwigzan pozwalajacych na wzrost tego wskaznika, ktorego popularno$¢ rosnie w
ostatnich latach jest zastosowania laminatow IMS (Insulated Metal Substrate). Dzigki
zastosowanemu aluminiowemu rdzeniowi ptytki mozliwe jest efektywniejsze odprowadzenie ciepta
z elementow przeksztaltnika niz w przypadku popularnych laminatéw epoksydowo-szklanych (FR4).
Pozwala to na ograniczenie gabarytow ukladu chlodzenia np. radiatorow 1 powigekszonych pdl
lutowniczych, poniewaz sam laminat przejmuj¢ rolg radiatora. Ograniczenie gabarytow ukiadu
chlodzenia skutkuje zmniejszeniem wymiarow catego uktadu oraz zmniejszeniem odleglosci migdzy
elementami przeksztaltnika.

Zmniejszone odleglo$ci miedzy elementami oraz znacznie wyzsza przewodnos$¢ cieplna laminatu
z rdzeniem aluminiowym w porownaniu do FR4 skutkuje wzrostem znaczenia wzajemnych
oddziatywan cieplnych pomiedzy elementami. Istotnie utrudnia to projektowanie takich uktadow
poniewaz powszechnie stosowane programy do symulacji obwodowych nie zawierajg modeli
pozwalajacych na uwzglednienie wplywu tych sprzezen na temperatury poszczegdlnych elementow.
Z tego powodu, wyniki obliczen rozkladu temperatury przeksztaltnika z wykorzystaniem tych
programOw s3 typowo istotnie zanizone. Z kolei, wykonanie wiarygodnych obliczen z
wykorzystaniem programow do symulacji metoda elementu skonczonego jest bardzo czasochtonne,
a z powodu wysokiej komplikacji projektu obwodu drukowanego i mnogosci wykorzystanych
materiatow czesto niemozliwe.

Dlatego, aby rozwigzaé przedstawiony wyzej problem symulacji komputerowych
przeksztattnikow energoelektronicznych z wykorzystaniem popularnych narz¢dzi symulacyjnych, w
ramach niniejszego projektu wnioskodawca planuje opracowaé¢ metode szybkiego wyznaczania
rozkladu temperatury w przeksztaltniku energoelektronicznym zmontowanym na podtozu typu IMS.
Metoda ta polgczy zalety obu wymienionych wyzej narzedzi symulacyjnych: pozwoli na
wyznaczenie rozktadu temperatury przeksztattnika, a jednoczes$nie, dzigki wykorzystaniu skupionych
modeli matematycznych opartych o autorskie rozwigzanie problemu przewodnictwa ciepta wynik
bedzie uzyskiwany w relatywnie krotkim czasie.

Aby opracowana metoda byla przyjazna inzynierom projektantom, bedzie ona implementowalna
w popularnym programie PSpice, a wszystkie parametry wykorzystywanych w niej modeli
matematycznych beda mozliwe do wyznaczenia na podstawie danych katalogowych elementéw oraz
projektu obwodu drukowanego. Dzigki temu, Ze nie bedg wymagane zadne dodatkowe pomiary,
mozliwe bedzie przeprowadzenie wszystkich obliczen przed zakupem, ktoregokolwiek z elementow
przeksztattnika. Pozwoli to na sprawniejsze 1 efektywniejsze projektowanie przeksztattnikow
energoelektronicznych, szczegdlnie w zakresie zarzadzania wytwarzanym przez uklad cieptem w
trakcie jego pracy,

Glownym efektem projektu bedzie metoda obliczeniowa implementowalna w programie SPICE wraz
z autorskim skupionym modelem termicznym, pozwalajacy na wyznaczenie temperatury w
kluczowych punktach ptytki (temperatura wngtrza elementow polprzewodnikowych, temperatura
rdzenia dlawika, temperatura kondensatoréw), do wyznaczenia parametréw ktorego niezbedne sa
jedynie dane katalogowe oraz mozaika $ciezek zaprojektowanej ptyty PCB. Opracowana metoda
obliczeniowa wraz ze sformulowanym modelem termicznym zostanie zweryfikowana
doswiadczalnie w skonstruowanych przez wnioskodawce przeksztaltnikach.



